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Faraday Dynamics

®本案例介绍了采用法动科技SuperEM 对PCB中的电源和地网络仿真IR Drop的流程。软件与业界领先的PCB设计环境进

行无缝集成，可以快速读取设计数据，并进行设置仿真，可满足用户进行IR Drop分析的需求。
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Faraday Dynamics

介绍 设计流程

® ®本案例介绍了采用法动科技的SuperEM 对封装及电路板中的信号线仿真电磁特性、提取参数，使用FDSPICE 进行时域仿真的

流程。软件界面易于上手，可快速完成建模仿真，可满足用户对设计进行信号完整性分析的需求。

S参数曲线 TDR-电压结果

电路仿真

信号完整性用于评估信号在封装及电路板中的传输和

反射情况，以确保信号质量在正常范围内。仿真通常

包括时域仿真和频域仿真，前者可用于评估传输线上

的波形和反射，后者可用于评估信号的频率响应和带

宽。电源完整性仿真是对电源系统的设计进行分析和

优化的过程，主要用于评估电源噪声和电源干扰对电

路性能的影响，从而优化电源设计。法动科技采用领

先的三维全波电磁仿真技术和频域/时域电路仿真算

法，可以帮助工程师进行仿真分析，优化封装及电路

板设计，并与业界领先的封装及电路板设计环境进行

无缝集成，为广大的设计人员提供高精度分析服务。
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